1.为什么要推行无铅制程?                                                        A.铅的特性及对人体的危害：铅（lead  Pb），灰白色金属，熔点为327.5℃，加热至400--500℃时即有大量铅蒸气逸出，并在空气中迅速氧化成氧化亚铅而凝集为烟尘并四处逸散。在工业中与铅接触的行业主要有铅矿开采，铅烧绳索和精练、蓄电池制造、电子产品的焊接和电子元件的喷铅作业等等。在以上接触中铅及其化合物主要通过呼吸产和消化道入侵人体造成铅中毒，对人体健康构成危害。美国环保署研究发现，铅及其化合物是17种严重危害人类寿命和自然环境的化学物质之一。通常的职业性铅中毒都是慢性中毒，其对人体的神经系统、消化系统和血液系统都将造成干扰和伤害，其临订症状表现为头昏头痛、乏力、记忆力下降、恶心、烦躁、食欲不振、腹部胀痛、贫血、精神障碍等。

B.电子产品无铅化的趋势：随着人类对自身健康意识的提高和全球范围内环保意识的增强，为了尽可能减少铅等重金属对环境的污染和对人类的的侵害，欧美国家在2006年7月1日起全面实行电子产品无铅化，中国也同样在2006年7月1日起要求投放市场的国家重点监管目录内的电子住处产品不能含有铅的成分。因此电子焊接中所使用的焊料（焊锡丝、焊膏等）将逐步摒弃传统的锡铅合金而采用几乎纯净的锡。当然不含任何杂质的锡是不存在的，目前国际上对无铅的标准尚无明确统一的定义，国际标准组织（ISO）提案：电子装联用焊料中铅的含量应低于0.1WT%，不过在无铅焊料中通常会根据不同的产品要求，在锡料中参和一些铜和银等其他金属物质来增强锡丝的活性焊点的电气连接性能。

2.无铅焊锡与传统有铅焊锡有何差别? 

无铅焊锡内不含铅，且溶点比传统(63%锡+37%铅)焊锡高。 
常用的无铅焊锡: 
" Sn-Ag (锡+银, 96-98%锡) 
" Sn-Cu (锡+铜, 96%锡) 
" Sn-Ag-Cu (锡+银+铜, 93-96%锡) 
" Sn-Ag-Bi (锡+银+铋, 90.5-94%锡) 
" Sn-Ag-Bi-Cu (锡+银+铋+铜, 90-94%锡) 

63/37有铅焊锡溶点为183℃，凝固点同样为183℃。注:此焊锡不会出现胶态[从液态冷却到固态(或相反)的温度点相同]。 

60/40有铅焊锡溶点为191℃，凝固点为183℃。注:此焊锡有8℃范围形成胶态[从液态冷却到固态(或相反)所需的温度范围]。 

无铅焊锡溶点范围从217℃到226℃。
二. 对无铅替代物有哪些要求？

 1、价格：许多厂商都要求价格不能高于传统的焊料(63Sn/37Pb),但目前，无铅替代物的成品(焊锡丝，焊膏及锡条)都比传统的焊料(63Sn/37Pb)高35%。        

 2、溶点：大多数厂家要求固相温度最小为150℃，以满足电子设备的工作要求。液相温度则视具体应用而定。手工焊用焊锡丝：液相温度应低于烙铁工作温度345℃。

 3、导电导热性好。
4、较小的固液共存范围：大多专家建议此温度范围控制在10℃之内，以便形成良好的焊点，如果合金凝固范围太宽，则有可能发生焊点开裂，使电子产品过早损坏。
 5、低毒性：合金成份必须无毒。
 6、具有良好的润湿性。
 7、良好的物理特性（强度、拉伸、疲劳）：合金必须能够提供Sn63/Pb37所能达到的强度和可靠性，而且不会在通孔器件上出现突起的角焊缝。
 8、生产的可重复性，焊点的一致性：由于电子装配工艺是一种大批量制造工艺，要求

其重复性和一致性要保持较高的水平，如果某些
合金成份不能在大批量条件下重复制造，或者其

熔点在批量生产时由于成份的改变而发生较大的
变化，便不能予以考虑。
9、焊点外观：焊点外观应与锡/铅焊料的外观应接近。
10、与铅的兼容性：由于短期内不会立刻全面转型为无铅系统，所以铅可能仍会用于PCB焊盘和元件的端子上，焊料中如掺如铅，可能会使焊料合金的熔点降的很低，强度大大降低。
3.进行无铅焊接时会碰到什么困难? 
i. 高温焊接会破坏一些电子组件，包括塑料连接器、继电器、发光二极管、电解电容及多层陶瓷电容 
ii. 高温会使电路板弯曲，导致多层陶瓷电容损毁(常见损坏情况) 
iii. 高温焊接会对组件造成热冲击 
iv. 高温会使塑料组件溶解或变形 
v. 高温焊接会加速氧化，影响焊锡的扩散性及润湿性 
vi. 有需要使用活性较高(腐蚀性强)的助焊剂 
vii. 要提供较多热量及焊接较长时间才可以达到理想的焊接效果 
viii. 容易产生锡桥及虚焊，且不易修正 
ix. 容易产生锡球及助焊剂飞散 
x. 缩短焊咀寿命 
xi. 焊点颜色会较暗淡 
xii. 操作人员会感到不适应，忧虑是否需要改变焊接模式 
4.操作人员需要提供特别培训吗?
提供特别培训给操作人员是不必要的，但要帮助操作人员去适应、减少忧虑及改善焊接效果.在他们进行无铅焊接之前，必须要清楚了解以下几项事情: 
" 进行无铅焊接时，焊咀必须要经常保持清洁，原因是相比起63/37或60/40之传统焊锡，无铅焊锡是不能够容忍杂质污染的。 
" 操作人员必须愿意接受焊接模式的改变，他们需要经常清洁焊咀，而且要知道焊接时间会较使用63/37或60/40焊锡为长。                   
 虽然无铅焊锡的溶点较高，但这并不代表必须要使用较高的温度来进行焊接。
" 保持以往传统焊锡所使用的温度来焊接 
" 严格控制焊咀温度 
" 使用高热回复性的焊台 
" 使用大功率的焊台 
" 配合焊点大小的同时，应尽量选择较大的焊咀进行焊接，因焊咀越大设定温度可以越低，热量流失越少 
5.在更换无铅焊料以后为什么普通常规焊台无法满足焊接工艺要求?

答: 大多数的无铅焊料合金的熔点都较传统锡铅焊料。业界有少部分溶点低的合金，但由于其中采用如铟之类的昂贵金属而成本高。熔点高自然需要更高的温度来处理，这就带来了需要较高的焊接温度。不过熔点只是决定焊接温度的一个因素。例从锡铅（Sn37Pb）的183℃到SAC305的217℃却是提高了34℃！这就使工艺窗口明显的缩小。使工艺的设置、调整和控制都更加困难。市面上的普通控温电烙铁，虽然标示可以设置到400度或更高，但实际上其热容量和回温能力，在较冷的焊点情况下多不足以处理无铅高温焊接。在焊接时，熔点高出34℃左右的无铅锡丝耗热能力相对较大，如果用普通的控温焊台在不提高温度的条件下焊接（特别是焊点较大面积时），往往会因为热能补充不及而造成锡点毛刺，虚焊和焊接速度过慢等现象；因此为了达到合适的焊接效果势必要求相应提高烙铁的焊接温度，但提高焊接设置温度的同时会带来诸多负面影响，如：

A. 无铅锡丝相对于有铅焊丝来说更易氧化,而高温又起催化作用，氧化速度随温度的升高成指数增加，因此在极高的温度下焊接极易造成机械接触式虚焊(焊料没有在被焊工件间形成金属间熔融合金层)和焊点灰白不光亮；

B. 理想状态的烙铁是不用闲置较高的温度,消除能量的储存，把从电源取得的能量瞬间直接加于焊接处，这样既能最大限度的避免能量的损耗又能实现良好的焊接，但普通烙铁因为加热速度慢的原因不能实现，只能通过提高闲置温度的途径来储存足够的热能以达到焊接负载所需的温度，而较高的温度会对娇嫩的元器件产生很大的热冲击,使电路性能和整机性能受到直接或间接的影响。

C. 一般电子工厂，特别是光电产品工厂对焊接温度的设置都会有严格的控制，在能够满足焊接条件的前提下温度设置越低越好，因此较高的焊接温度满足不了工厂制定的焊接工艺要求。

6.由于无铅焊锡的溶点较高，我们是否有必要提高焊台的焊接温度呢? 
不一定需要的。提高焊接温度有可能会造成焊接困难，因为高温会加速氧化，影响溶锡的扩散性及润湿性。虽然使用某些助焊剂可以有效改善焊接效果，但是会对环境造成一定的污染，我们还是应该偏向保护环境，使用"免清洗"助焊剂的。 最好的解决方法是使用回温极快的焊台来进行无铅焊接。这样可以避免大幅提高焊接温度的需要。
7.无铅制程后对焊台提出的更高要求?

1．  产生的热量更多，导热能力更强

2．  回温速度更快。

3．  控温更准确。
4．  耗材使用成本更低廉。
备注: 作为烙铁技术革命的代表——QUICK系列智能无铅焊台将会带您走进无铅焊接的完美境界！
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QUICK无铅烙铁与普通控温焊台的性能比较
A. 摒弃了传统控温烙铁所采用的电阻式陶瓷发热体的概念，即采用高频涡流发热原理（感应加热原理）。为取得一定的温度来进行焊接，必然要选择相应的加热方式，有传导、对流、辐射等，传统的控温烙铁采用传导的方式，即陶瓷发热体产生一定的热能通过接触传导给烙铁头并储能使其达到满足焊接的温度；无铅烙铁则是通过在特制的感应线圈上施加400KHz的高频交变电源，使其产生一个交变磁场，这个磁场使插入其中的磁性棒——烙铁头产生涡流，同时由于趋肤效应烙铁头急速发热，因此QUICK系列无铅烙铁的真正发热体的烙铁头，与普通控温电焊台相比其省略了热传导过程，消除了看似必然的温度分布梯度，因此发热更显迅速。

B. 温度感应器前置，焊接过程中烙铁头直接作用于焊接部位，焊嘴温度如何直接影响焊接品质是否良好，因此反映并控制烙铁头尖部的真正温度是至关重要的。普通控温电烙铁的传感器通常距离焊嘴头部有20mm左右的距离，其反映的温度非烙铁头嘴部实际温度；而无铅烙铁的传感器能伸至于烙铁头的头部，敏感的反映头部温度，即焊接点的实际温度，从而使热能的补偿和关断更灵敏。

C. 基于以上A、B两点，QUICK系列无铅烙铁不但适用于无铅焊接，同样也适用于大焊点焊接、快速连续焊接和规定低温焊接。不需闲置很高的温度，当感应烙铁头温度有所下降的瞬间，90W功率的加热动力使热能即刻喷薄而出，完成良好的焊接，不会因冷焊而造成连接不牢等现象。

D. 一般控温电焊台如936型，多数情况下发热芯都不是自然损坏，而是在发热体固定不够理想的状态下由人为因素造成。203H则采用特殊的卡口式固定方式使发热体（感应线圈）与手柄握把科学地固定成一体，从而避免了因为扭动烙铁头或发热体而造成引丝折断或电路短路现象。

实用的功能

A. 烙铁头与发热体（感应线圈）采用分体设计方案，完全避免了其中之一损坏就必须一并更换的资源浪费，相对于其他品牌大大节省使用成本，使工厂的生产成本更具竞争力。

B. 密码管理温度  合适的温度是焊接品质得到保证的关键，产线管理者可以根据工艺要求用三位数密码控制烙铁温度，使一般操作者不能随意滥调温度而对产品品质造成影响。 

C. 自动休眠及断电功能  烙铁头的优劣某种程度上也反映了烙铁的好坏，如果一台烙铁在高温下长时间不使用，其烙铁头在没有焊锡保护的情况下极易氧化，从而使可焊性下降，并且会大大缩短它的使用寿命。QUICK系列无铅烙铁会在超过20分钟左右不使用本焊台的情况下自动降温到200℃，当再次使用时自动快速回温至所设定的温度；如果超过60分钟左右不使用烙铁则自动切断电源，这样在保护烙铁头的同时也减小了能源的浪费和安全事故的可能性。

D. 结构牢固，外形美观  外壳采用一次性铸铝，不会因为保护不周而象其他塑料外壳一样容易造成烫坏或划痕，同时也具有良好的散热性能，相对提高了焊台的线路性能的稳定。
Weller，Hakko,Metcal等主要焊台生产厂家的解决方案
A． Hakko的解决方案：（代表产品：Hakko931; Hakko938; Hakko951）
  1. 提高焊台的功率：从60W提高到75W甚至100W
  2 提高焊笔的导热性能：改变焊笔的结构，将烙铁头与发热体做成整体。
    由于烙铁头与发热体整体化，使用户使用成本出现巨大提高。
B． Metcal的解决方案：（代表产品：MX500; SP200）
   提高焊笔的导热性能：改变焊笔的结构，将烙铁头与发热体做成整体。
   由于烙铁头与发热体整体化，亦使用户使用成本出现巨大提高。
C． Weller 的解决方案：（代表产品：WS81； WSD81）
提高焊台的功率：从50W提高到80W
提高焊笔的导热性能：改变导热材质。由一般合金改为贵金属，提高导热性能。
8．无铅焊接时该如何选择焊接温度？该如何选择烙铁头形状？

对于无铅焊接温度的选择，应该考虑到PCB板的厚度、焊盘的大小、器件以及周围是否有较大散热面积，常规焊点建议各位使用温度选择在350℃左右，在满足要求的情况下烙铁头的大小尽可能的选大的，因焊嘴越大，热容量越大，设定温度可以较低，热量流失越少。这样的话焊接速度也会相对提高，保证焊接质量。

关于烙铁头的相应选择推荐各位一张图供大家参考：
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9.应用无铅焊接后，为何焊咀寿命会大幅缩短?
现今市场上大多数无铅焊锡的含锡比例都是很高的，所以我们必须要注意他们对焊咀造成的侵蚀影响。 
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一般焊咀结构，内部主要由铜制成，外面会镀上铁(镀铁层)，而镀铁层前端会镀上锡(镀锡层)，后端则会镀上抗氧化的铬。由于锡和铁同样属于高活动性的金属，所以他们很容易会结合成混合金属，特别是在高温的状态下。而且在焊接时所使用的助焊剂(特别是高活性的)亦是加速他们产生混合金属反应的催化剂。[image: image4.jpg]fE450°CIETTIRBNMLEENRSSMEE
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图中表示当使用63/37传统焊锡时是近乎不会产生混合金属的，但当使用 锡+3.7银+0.7铜 的无铅焊锡时便会产生15微米厚度的混合金属了(图2)。

混合金属的产生速度会因应不同的焊接温度而改变。温度越高，产生速度越快，特别在400℃或以上的情况下更为明显。 
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进行焊接时，锡跟铁会不断产生混合反应，而由于所产生的混合金属会从焊咀镀层表面剥落，因此焊咀镀层会逐渐被侵蚀掉，继而锡会很快速地侵蚀焊咀内的铜，最后会在很短时间内造成焊咀穿洞(图4)。 
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不同成份的焊锡会对焊咀有不一样的侵蚀速度。图5表示 锡+0.7铜 对焊咀的侵蚀速度最快，然后是 锡+3.5银+0.75铜，锡+2银+0.75铜+3铋，而最后是 锡+37铅。 

相比起传统的共晶焊锡(63/37焊锡)，在400℃的焊接温度下，无铅焊锡 锡+3.5银+0.7铜 对焊咀的侵蚀速度要快3倍，而 锡+0.7铜更加要快4倍。 

除了侵蚀以外，无铅焊接还会加速焊咀氧化。 

10.如何对烙铁头进行的正确维护及延长寿命?
烙铁头在首次使用时应先将温度调至250℃,然后清洁焊嘴,再加上一层新锡作保护.进行焊接工作时,先清洁焊嘴上的旧锡,再进行焊接,之后放回烙铁架,再次焊接时重复以上动作.

烙铁头的基材是由传热较好的铜材构成,表面电镀了铁\锡等物质,由于烙铁头工作在高温状态氧化迅速,因此在铜管内另加了一个钢管减缓氧化速度.在正常使用中应及时清理钢管中的氧化物,具体办法是每天(或隔几天)工作完成后取下烙铁头,头部朝上底部朝下轻轻敲击倒出氧化物.这样便可完全防止烙铁头烧结在发热芯上.

清洁海绵不宜太多水份,应将多余水份挤去.这样才可以使焊咀得到良好的清洁效果.使用非湿润的清洁海绵,会使焊咀受损而导致不上锡.
尽量使用低温焊接，如果焊咀温度超过470度，它的氧化速度是380度的两倍。
切不可将烙铁头在清洁海绵上擦干净后放回烙铁架,并经常保持焊咀上锡，防止氧化,长时间不使用要关闭电源。

焊接时，烙铁头上上锡位置尽量避免一直在同处上锡，以免局部腐蚀影响整支烙铁头的使用。

焊接时，请勿施压过大，否则会使焊咀受损变形。

11.为什么焊咀表面不能上锡?
因以下情形导致焊咀产生锡和铁的金属间化合物且氧化迅速焊咀不上锡
A.焊咀长时间暴露于高温状态                                                                             B.在闲置时没有上新锡保护                                                                                    C.在干燥或不干净的海绵或布上擦洗烙铁头                                                                 D. 焊咀上是否沾满碳化助焊剂 (碳化物及助焊剂残渣是否黏附着镀铁层)                                                E.不良镀层或焊料或焊接表面不干净 

12.如何恢复一个不上锡的烙铁头?

  可用以下方法进行操作:

A.将焊台温度降至280度左右,把烙铁头放在潮湿的海绵上反复擦拭且不间断的上新锡保护,重复上面动作只至烙铁头光亮上锡为止

B..用80#聚亚安酯研磨泡沫块或100#金刚砂纸除去烙铁头镀锡面上的污垢和氧化物.

C.日常合理的维护保养也可有效地阻止烙铁头不上锡.

备注:如果焊咀沾满碳化助焊剂，焊咀便不能够溶锡把足够的热量传送到焊点上，因为焊咀是必须要透过溶锡作为媒介传送热量的。此外，焊咀镀铁层会因为溶锡不足而外露氧化，再加上锡和铁的金属间化合物氧化，焊咀便会迅速被损耗。在高温情况下更容易产生此现象，所以应尽量降低焊咀温度。 

13．那么采用QUICK无铅焊台在生产成本上与别的品牌有什么优势？

   我们在针对此问题的方案下，改善了焊咀镀层的厚度，配合QUICK焊台强大的回热功能，作业者可以尽量使用较低的温度来进行无铅焊接。这样便能够有效减少焊咀的损耗，延长焊咀寿命。必须注意的是进行无铅焊接时，焊咀的寿命肯定比较进行传统有铅焊接的差很多。 

在日常的焊接工作中，作业者可以通过经常清洁焊咀的方法来保护焊咀，延长焊咀寿命，减低生产成本。然而，这亦是只有作业者才可以控制的。  

以下列举几张图表来说明一下：
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通过以上数据我们可以发现，QUICK无铅焊台几乎是美国品牌的1/2，还不到日本品牌的1/3，尽管测算的数据不是很精确但是很客观。QUICK无铅焊台无疑是一种性价比俱佳的焊接工具。

14．从有铅焊接导入无铅焊接，在生产成本上会带来怎么样的影响？

生产成本必定会上涨，也有可能会大幅提升。无铅焊锡价格高昂，比较起传统焊接，无铅焊接便属于高成本生产工业。除了需要改用对应无铅的电路板外，有可能还需要投资购买对应无铅的各种各样设备，如回流焊炉、氮气系统、气相系统、波峰焊炉、溶锡炉等…。虽然现今生产工业普遍趋向于积极控制源料采购成本，但事实上，进行环境保护是必须要付出相对的金钱来换取的。

波峰焊接 
导入无铅对波峰焊接的冲击是最大的。因为 锡+银+铜 及 锡+铜 合金是现今一般会使用的无铅焊锡，而由于铜被分解后会残留在无铅合金当中，所以使用无铅合金制成的溶槽便需要经常进行清洁保养来尽量保持使用周期。 

锡+铅 焊锡所产生的混合金属化合物会浮于溶槽表面，而且容易清洁。但是 锡+铜 焊锡所产生的混合金属化合物却会沈积并散布于溶槽内，影响波峰质素。此外，溶槽的寿命周期也会因为铜的分解物质而大大降低。如果工场生产线主要属于波峰焊接类型，那么更换溶槽的经常性开支便会大大提高。 

由此可见，随着无铅工艺的不继增加，越来越多的含铜物料会被使用，结果也会带来越来越多的铜质分解物黏附在溶槽内，加速损耗溶槽。 
另外，因为需要使用较高的温度来进行无铅焊接，所以在能源消耗方面也会有所增加。有些工场可能会在能源消耗的开支上增加约25%。
 手工焊接 
无铅工艺也会增加手工焊接的生产成本。在之前的问题中已解释了为何在导入无铅焊接后，焊咀的使用寿命会大幅减少。 
15.在倒入无铅制程以前的控温焊台(如:936系列)还能继续用吗?
   答:我们不能一概而论,有些情况下还是可以使用,如;客户本来就仅仅把工件焊好就可以且温度高低对被焊工件没有太大影响.大多情况不建议继续使用,因为由于无铅焊料熔点的提升,以前的常规焊台势必通过提高焊接温度来工作.而恰恰目前大多元器件根本无法承受过高温度的热冲击!若现在继续用来做无铅,势必带来更多焊接上的问题!
16.QUICK系列无铅焊台针对不同需求的客户的推荐使用
  A.很多客户以前用普通控温焊台现在购买无铅焊台时希望烙铁头能通用即可选用QUICK963(特点:100W大功率,传感器前置,数显PID控温,数字式温度校准并设有自动休眠.)
  B.大多客户都会认同传统的电阻丝发热原理的焊台会因为热传递和回温较慢无法做好无铅焊接. 而且工厂能对焊接温度的设置都会有严格的控制，在能够满足焊接条件的前提下温度设置越低越好.更希望使用成本尽可能低!这样的前提下, 刻度指示的QUICK204.QUICK204H(最先进的高周波发热原理,惊人的回温速度,接近烙铁头的传感器,发热器传感器烙铁头三者分体设计.)无疑是最佳选择!
C.很多客户需要用数字显示无铅焊台,这样使用和操作更直接!QUICK203.203H除了以上无铅焊台的优点更具备密码管理温度，使一般操作者不能随意滥调温度保证焊接品质;自动休眠及关机功能最大节约能源.
D.还有一些更高要求的客户需要升温回温更快的无铅焊台还有更多的扩展功能.QUICK301的特点: 5S升温到300℃,LCD液晶双温度显示,可设定温度超标报警的上下限,可设定休眠时间和关机时间,传感器更前置到焊咀头部还有最新型的烙铁头接地系统.QUICK303还可以接驳电脑进行实时数据监控和管理满足更高的工艺和品质管理!
 E.在焊接作业过程中经常会遇到普通功率的焊台无法满足焊接工作.如:被焊元器件较大且焊接区散热较快;大面积连续加锡或焊接;一些接地座或接地高温区焊接等等.QUICK大功率系列（205.206）无铅焊台因具备最先进的高周波发热原理;惊人的回温速度;150W以上的充沛功率;热容量充足的烙铁头再加上微电脑显示数字式温度校准并设有自动休眠及自动关机功能完全能解决这一系列焊接难题且能满足更高的焊接品质工艺要求!
17.  QUICK系列全自动出锡焊接系统(375A+.375B+.376.376D)的最佳应用?

在焊接作业过程中经常会遇到作业人员既要拿工件又要拿焊锡丝还要拿焊笔这无法用双手完成的工作,例如:接插件.连接件和一些特殊焊接等等.这就迫切需要一种不需要增加任何辅助设备的焊接工具来完成作业! QUICK系列全自动出锡焊接系统应运而生:步进电机全自动出锡,拨码式开关设计,出锡速度出锡量出锡间隔时间均可调且设有可调的回锡功能,脚踏和手动开关控制出锡,自动和手动两种工作方式.随着WEEE指令和RoHS指令的贯彻执行,电子制造业全面进入无铅化电子组装时期.QUICK376.376D更已具备应对此类特殊焊接无铅制程的能力!
18.应该如何拆除无铅焊锡? 

要拆除无铅焊锡并没有甚么特别的要求。相比起拆除传统焊锡，拆除无铅焊锡只不过是需要较长的除锡时间而已。注意: 不一定需要提高温度来拆除无铅焊锡的。 
拆除无铅焊锡时，应该使用跟以往拆除传统焊锡时的温度一样，不一定要提高，因为高温会加速氧化，缩短吸咀寿命。 

当使用真空吸锡鎗时，不单只吸咀与发热芯需要保持稳定的温度，且过滤管入口同样需要有足够的温度才可以避免发生焊锡堵塞的情况。QUICK201B吸锡鎗便能够有效避免此问题的发生。
QUICK201B吸锡鎗特点:
* 防静电设计，防止因静电及漏电而损坏PCB板。
* 内置日本进口真空泵，吸力更强劲。
* 加热系统采用传感器闭合回路控温，温度精确。
* 发热体使用36VAC低压电源，与电网完全隔离，安全可靠。
* LED数码显示，按键式校准，并可选用自动休眠功能。
* 采用数字式温度校准，提高可靠度。
* 吸锡咀及发热管经特别设计，即使焊锡在熔融状态也能被吸进过滤器不需经常维护，工作效率高。
* 长寿命发热体，焊锡不易阻塞。
*采用防烫真空软管，防止接触发热部件遭到破坏。
*主机采用无铅焊接设计，只要配用无铅吸锡枪便可实现真正无铅低温度拆焊。  
19.除了焊台接触焊接我们还可以选用的加热气体(热风)焊接
　　热风焊接通过用喷嘴把加热的空气或惰性气体，如氮气，指向焊接点和引脚来完成。热风设备选项包括从简单的手持式单元加热单个位置，到复杂的自动单元设计来加热多个位置。手持式系统取下和更换矩形、圆柱形和其它小型元件。自动系统取下合更换复杂元件，诸如密脚和面积排列元件。
　　热风系统避免用接触焊接系统可能发生的局部热应力，这使它成为在均匀加热是关键的应用中的首选。热风温度范围一般是300~400°C。熔化焊锡所要求的时间取决于热风量。较大的元件在可取下或更换之前，可能要求超过60秒的加热。 
　　喷嘴设计很重要；喷嘴必须将热风指向焊接点，有时要避开元件身体。喷嘴可能复杂和昂贵。充分的预防维护是必要的；喷嘴必须定期清洁和适当储存，防止损坏。

热风系统有关的特性包括： 

· 热风作为传热媒介的低效率，减少由于缓慢的加热率产生的热冲击。这是对某些元件的一个优点，如陶瓷电容。 

· 使用热风作为传热媒介，消除直接烙铁咀接触的必要。 

· 温度和加热率是可控制、可重复和可预测的。 
20.无铅制程后对热风拆焊台提出的更高要求?

现代无铅拆焊工艺对所需工具提出了全新的要求：
  由于无铅焊料熔点的提升，需要拆焊工具同等的时间里提供更加充足的热能，而出于对元器件的保护又不能提升拆焊温度，同时接触到元器件表面的热风还要尽可能的柔和以避免芯片受到强烈的热冲击。针对这一全新的要求，QUICK997无铅热风拆焊台应运而生。
QUICK997的特点：
1. 采用无刷涡流风机，寿命超长，适合净化室工作。

2. 低噪音，柔和风，温度均匀性好，适合无铅拆焊工艺。

3. 智能化设计，工作时升温迅速。将手柄放置于支架即自动冷却降温至100℃，并自动关机。

多种风咀可供选择，更换便捷。
QUICK885 的特点:
* 传感器闭合回路，微电脑过零触发控温。
*  温度精确稳定，不受出风量影响。
* 液晶显示，功率大，升温迅速。
* 双涡流出风，风量柔和绝不损伤器件。
* 贴片工艺，性能稳定可靠。
* 有冷风档，可延长发热体寿命及保护热风枪。

21.针对BGA.CSP等封装的芯片或一些特殊的贴片封装的塑胶座可进行的最佳拆焊?

因元器件及PCB板与以前一样对温度十分敏感，而且普通拆焊时的焊接温度已经处于元器件及PCB板的耐热临界点。尤其BGA.CSP等封装的芯片需要更加精确的工艺温度去拆焊.确保元器件温度能达到均匀且峰值温度不能高于260℃,还有一些特殊的贴片封装的塑胶座温度不能高于260℃不然会导致使塑料组件溶解或变形!QUICK公司推出的高精度红外返修台(QUICK2005,2015)及QUICK800返修支架QUICK(853,854)底部预热器及无铅数显热风拆焊台QUICK(997,885)的强强组合完全能胜任各种更高要求拆焊的挑战!
